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® Chipkarte mit integrierter Batterie 
® Ea wird ein Varfahren zur Herateltung alnar Chipkarte 
mit integrierter Battarie vorgaachlagen, wobei anatelle 
der Integration einer vorgefertigten Batterie die Fertfgung 
der Batterie in den HeratellungsprozeS der Chipkarte inte- 
griert wird. Dazu wird eine Lerterbahnstruktur (8) auf cine 
TrSgerachfcht (6) aufgebracht In einem Toil be retch (8b) 
der Leiterbahnstruktur (8), die ala Elektrode fOr die Batta- 
rie (3) dient, wird ein Elektrolyt (1 1) in Form einer Elektro- 
lytpaste aufgedruckt Oder uber eine Maaka aufgetragan 
Oder in Form einer Elektroiytfolie aufgektebt Oa ruber 
wird eine Deckfolt'e (5) mit einer Gegenlerterbahnatruktur 
(9) so auflamlniert. daS ein Teilbereich (9b) der Gegenlef- 
terbahnstruktur (9) d)a Gegeneiektrode fur die Batterie (3) 
bitdet 

Diese Konatruktion iat baaondara vorteilhaft fur Chipkar- 
■ ten mit Display* (2), da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 
, (3) in einem Arbeftsgang mft dan Elektroden (8c, 9c) dea 
• Display* (2) gefertigt warden konnerv 
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Bcschreibung 

Die Erfindung betrifit ein Verfahren zur Hentellung einer 
Chipkarte znit integrierter Batterie nach der Gaining des 
Hauptanspruchs sowic cine entsprechende Chipkarte nach 
der Gaming des nebeogeordneten Anspruchs 8. 

ObUcherweisc werden die elekUitcheo Bauteile eioer 
Chipkarte von aufien mil Strom versorgt, beispielsweiae 
wahrend die Chipkarte im Terminal eines Bankautomatcn 
eingefUhrt ist Neuere Anwendungen sehco vor, Daten aus 
der Kane unabhangig von einem aokhen Terminal anslesen 
und anzuzeigen und erfordem daza die Integration einer 
Stromquelle unnnttelbar in die Karte, Em typischer Anwen- 
dungsfall teerfOr ist die sogenannte Geldkarte nut Display 
zur Anzeige des auf der Karte noch verfflgbaren Geldbe- 
tragi. 

Chipkarten sind durch eine ISO-Noon mihrenDirnensio- 
nen, insbesondere auch der mwimaW Dicke, genonnt Bin 
generelles Problem besteht deshalb darin, leistungsiahige 
Batteries nerzusteUen, die dlhm genug sind, urn in Chipkar- 
ten integriert werden zu kflrmen. Aus der Wirtschaftswoche 
21, Jaauar 1999, Wolfgang Kempken, "DQnn wie Papier", 
ist eine Batterie bekannt, bd der die Elektnden aus hauch- 
dftnnea Folien aus Manganoxid und Lithium bestehen, zwi- 
scben denen als Elektrolyt eine durme SpezialkunststofF- 
schicht angeoidnet ist Die Elektroden wdsen (ibliche An- 
schkififlachen zur Verbindung der Batterie mil den Leiter- 
bahnen der Chipkarte auf. 

Von der Firms E. C R.-Euxtro<!henncal Research, Ltd 
76117 Rehovot, NL, wird weiter eine nit^nim* schicht- 
weise aufgebaute Batterie fur Chipkarten angeboten, die ala 
RHISS-Batterie bekannt ist (RHISS * rechargeable hydro- 
gen ion solid state electrolyte). Die RHISS-B atterie ist zwi- 
schen 035 und 0,70 mm dtmn, wird in einem Batteriepack 
i solicit und in die Chipkarte eingesetzt, urn dort mit den Lei- 
terbahnen der Chipkarte Qber Wire-Bond-DrMhte verbunden 
zu werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das Konzept 
derBaneriemtegration in Chipkarten hmsichtlich Fertigung 
und Lei stun gsfMhigkcit weiter zu verbessem. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Ysrfahren mit den 
Mcrkmalen des Hauptanspruchs sowie durch eine Chip* 
karte, wie sic im ncbengcordneten Produktanspruch 8 ange* 
gebenist Die Ldsung zeichnet sich dadurch aus, daB auf die 
Elektroden, die einezseits mit dem Elektrolyt und anderer- 
seits mit den Leiterbahnen der Chipkarte in Verbindung 
sind, verzkhtet wird. Stattdessen werden die Leiterbahnen 
so ausgcbildet daB sic sclbst die gegcnpoligen Elektroden 
furtoElektroiyteobu^JerLDazuwW 
ste Oder als Folic auf denjenigen Teil der Leiterbahn aufge- 
bracht, der die eigentliche Elektrode ersetzt, und fiber dem 
Elektrolyt wild die Gegenleiterbahn so angeordnet dafi ein 
Teil dieser Gegenleiterbahn die Gegenelektrode fur den 
Elektrolyt bildet Auf diese Weise en if alien gesonderte Bat- 
terieelektrodenschicbrcn, wie sic in den ^Vanntm Barterie- 
konzepten vorgesehen sind. Das erfindungsgemiiBc Vferrah- 
ren bietet dadurch den Vxteil, dafi fur den Elektrolyten ein 
groBcrer Bauraum zur Verrugung stent, so dafi die Norm- 
dicke fur Chipkarten eingehalten werden learnt Desweiteren 
kann die Batterie unmittelbar wahrend der Cmpkartcnfetti- 
gung hergesteik werden und braucht nicht als separates Zu- 
Heferteil in die Karte integriert zu werden. Dadurch entfallt 
das Bonden der Elektroden an die Leiterbahnen, wodurch 
die Fertigung kostengOnstiger wird Zudem kann die Batte- 
rie je nach Chipkarte individuett an die Chipkartengeorne- 
trie und die Leistungsanfordcrungen bet der Cbipkartenfer- 
tigung aogepafit werden. 

Fiir Chipkarten mit Displays ergibt sich ein besonderer 



Vbrteil daraus, dafi diese ohnehin bereits Elektroden fiir das 
Display aufweisen, wobei diese Elektroden Ublicherweise 
einen integralen Bestandteii der Leiterbahnen bilden. Indem 
diese leiterbahnen nunxnehr zusatzlich Teilbereicbe aurwei- 

5 sen, die als gegenpolige Elektroden fur den Elektrolyten die- 
Den, karm die Batterieferngung ohne wesentlichen Aufwand 
in eine IMspmycmpkartenferdguog integriert werden. Als 
zusltzlkher Schritt ist nur das Aufbringen des Elektrolyten 
erfofderlicn. Dafur entrallen das Einsetzen einer besonderen 

10 Batteriem^das ekktriscbe Anschliefien der Leiterbahnen 

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Zekhnung nlher crlfiutert Es zeigen: 
Fig. 1 eine Chipkarte schernatisch in Draufsicht und 

15 Fig. 2 eine Chipkarte schernatisch im Querschnitt 

In Fig, 1 ist eine Chipkarte 10 mit in die Chipkarte inte* 
griertem Chip 1 dargestellt Beispielhaft wird dabei von ei- 
ner kontakuosen Chipkarte ausgegangen, weshalb der im 
Inneren der Chipkarte 10 angeordnete Chip 1 strichliert an- 

20 gedeutet ist Die Erfindung ist aber gleichermaBen fur kon- 
takrierende Karten oder Dual-Interface-Karten, bei denen 
die Datenttoertragung mittels an der Kartenobcrflacbe lie- 
gender Kootaktflachen ertblgt, anwendbax Die in Fig. 1 dar- 
gestellte kontaktlose Karte besitzt fur den Datentransfer mit 

2S extemen Geraten eine Antennenspule 4, die mit dem Chip 1 
aber eine nicht dargestellte elektrtsche Verbindung elek- 
trisch lei tend verbunden ist Die Antennenspule 4 befindet 
sich, wie durch strichliertc Darstellung angedeutet, ebenf alls 
im Inneren der Chipkarte 10. Weiterhin besitzt die Karte 10 

30 ein Display 2, das die Anzeige von Datea aus dem Chip ler- 
laubt Das Display 2 kann gleichzcitig als lastatur fungie- 
ren. Einen wdteren Bestandteii der Chipkarte 10 bildet eine 
Batterie 3, die, wie durch strichlierte Darstellung angedeu- 
tet, ebenf alls in das Innere der Chipkarte 10 integriert ist 

35 Fig. 2 zeigt oie in Fig. 1 dargestellte Chipkarte 10 sche- 
rnatisch im Querschnitt Die Darstellung diem dabei lectig- 
lich zur Veranschaulichung der die Chipkarte bildenden Be- 
standteile und reprasentiert nicht die \ferhaltnisse in einer 
realen Chipkarte mit Normdicke. Die Karte 10 besteht aus 

40 einer TYagerschicht 6, einer Kartcnk5rperschicht 7 und einer 
Deckschicht 5. Zwischen Iragerschicht 6 und Deckschicht S 
sind die elektroniscben Bauelemente angeordnet, narnlich 
der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, i n Fls> 2 
nicht dargestellte, Spule 4. 

45 Die Chipkarte 10 wird schriuweise auf der Iragerschicht 
6 aufgebaut Zunachst wird eine Leiterbahnstruktur 8 auf die 
Iragerschicht 6 aufgebracht beispielsweise durch Aufdruk- 
ken Oder im Atzvcrfahren. Die Leiterbahnstruktur 8 gUedert 
sich in mehrere Bereiche 8a, 8b, 8c. Ein erster Bereich 8a 

50 diem dabei zur Anbindung des Chips 1 an die Leiterbahn- 
struktur 8. Ein zweiter Bereich 8b bildet eine erste Elektrode 
fur die Batterie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b, Elektrolyt 
11 und Gegenelektrode 9b besteht En weiterer Bereich 8c 
bildet femer eine Elektrode fur das Display 2, das insgesamt 

55 aus Elektrode 8c, aktiver Schicht 12 und Gegenelektrode 9c 
besteht Glcichzeitig mit der Leiterbahnstruktur 8 wird 
zweckmSfiig die Antennenspule 4 realisiert 

Auf der Leiterbatastruktur 8 werden die einzelnen elek- 
troniscben Bauelemente aufgebaut Dabei wird der Chip 1 

60 beispielsweise in Flip-Chip-Technologie mit dem Bereich 
8a der Ixiterbahnstruklur 8 elektrisch verbunden. 

Auf den Bereich 8b der Lei terbahnstruktur 8 wird sodann 
ein fester Elektrolyt U aufgebracht Das Elektrolytrnaterial 
kann beispielsweise eine Elektroly tpaste oder eine Elektro- 

65 lytfoHc sein, wie sie aus dem eingangs wiedergegebenen 
Stand der Technik bekannt sind Als Paste wird der Elektro- 
lyt vorteilhaft aufgedruckt etwa im Siebaruckverrahren, 
oder Uber eine Maske aufgetragen. Die Verwendung einer 
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Paste hat den Vorteil, dafl die Fixierung des Elektrolyten ein- 
fachist. 

Auf den Teilbereich 8c der Leiteibahnsttuktur 8 wild eine 
aktivc Schicht 12 fur das Display 2 auf gebracht Bei dem da- 
fur verwendeten Material kann es sich um Flttssigkristallc 
handeln, die ihren Zustand zwiscben opak und transparent 
wechseln, beispielsweise FLC, ChLCD oder PDLC Aller- 
natxv komroen akti v leucfatende Stoffe in Betracht, d. h. Ma- 
ten alien, die bei Anlegen einer Spannung aktiv leuchlen, 
beispielsweise LEDs, ELDs oder OLEDs. Das Display 2 
kann gieichzeitig cue Funknoo einer Tastatur besitzen. Auf- 
bau und Funktionsweise eines sokhen Displays sind detail 
liertin der deutscnenPatentanmeldung Nr. 198 28 9784 be- 
schricben, auf die hierzu ausdrucklich verwiesen wird Der 
Bereich 8c der Ldtcrbahnstniktur 8 bildct eine Elektrode fur 
die aktive Schicht 12 des Displays 2. 

Voc oder nach dem Aufbau der elektroniscben Bauteile 
auf der Tragerschicht 6 wird auf der TYagezschicht 6 eine 
Kaitenkdrperschicht 7 angeordnet, die Aussparungen fur die 
etektronischen Bauteile besitzt Die Kartenkorperschkht 7 
wird auf der IVagerschicht 6 luflaminiert Der Lamiiriervor- 
gang kann gegebenenfalls zusammen mil der Deckfolie 5 
erfolgen. 

Ober der KartenkOrperschicht 7 und den auf der IVager- 
schicht 6 aufgebauten elektroniscben Bauteilen wird die 
Deckschicht 5 angeordnet Auf der dem Kartemimeren zu- 
gewandten Seite der Deckschicht S wird dabei eine Gegen- 
leiterbahnstrukrur 9 angelegl ZweckmaBig wird die Gegen- 
leiterbahnstrukiur 9 cigiehfaiu durch Aufdrucken oder im 
Atzverfahren erzeugt und gliedert sich in Teilbereiche 9b 
und 9c. Die Gliederung der Gegenlriterbahnsmiktur 9 ist so 
ausgebildet, daB der Teilbereich 9c eine Gegenelektrode zur 
Elektrode 8c des Displays 2 bildet, wanrend der Teilbereich 
9b im Bereich der Batterie 3 angelegt ist, so daB er eine Ge- 
genelektrode zur Elektrode 8b der B atterie 3 bildet Die die 
Elektroden des Displays 2 bildenden Teile 8c und 9c von 
Leiterbahn- bzw. Gegenleiterbahnstruktur mussen dabei le- 
diglich elektrisch teitfShig sein. Die die Elektroden der Bat- 
terie 3 bildenden Teile 8b und 9b mflssen dariiberhinaus ge- 
genpolig sein, so daB sie als Anode und Kathode eineStrom- 
ricbtung denmeren. Es kann daher zweckmafiig sein, zumin- 
dest eine Leiterbahnstruktur am zwei unterschiedlichen Ma- 
terialien zusamrnenzusetzen. Beispielsweise kann die Ge- 
genleiterbahnstrukrur 9 im Teilbereich 9b aus einem beson- 
deren Elektrodenmaterial bergestellt werden, wShrend alle 
anderen Teilbereiche 8a, 8b. 8c und 9c der Leiterbahnstruk- 
turen 8 und 9 aus Imdiumzinnoxid (TTO) bestehen. 

Im Falle einer Chipkarte mat Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 dargestellt ist, sollten femer Deckschicht 5 und Ge- 
genelektrode 9c des Displays 2 transparent sein, damit die 
aktive Schicht 12 von auBen erkennbar ist Als Material fur 
die Gegen^temahnstruktur 9 bietet sich deshalb Imdium- 
zinnoxid (TTO) an, das transparent ist Abgesehen von dem 
Displaybereicb ist die dem Karteriinneren zugewandte Seite 
der transparcnten Deckschicht 5 bedruckt, so daB ein Blick 
auf die elektronischen Bauteile nicht gewahrt wird. Die 
Schichten 5, 6\ 7 werden durch Anwendung von Druck und 
Temperatur oder unter Verwendung eines Klebers miteinan- 
der laminiert Aufgrund der Tfemperaturcmpfindlichkeit des 
Elektrolyts ist die Laminierung mitre is Kleber zu bevorzu- 
gen. Wichtig ist eine vollatandige Abdichtung inibesondere 
des Batteriebereichs gegen Feuchtigkeit, da heute erhaitli- 
che Elektrolyten sehr feucbtigkdtsempfindlich sind. 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundhegenden Kon- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als Fertigteil, sondem 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kartenfertigung, indem 
die ohnehin vorhandenen Leiterbabnstrukturen die Elektro- 
den fur die Batterie bilden - gesuttet einer Vielzahl von Ab* 



wandlungen des vorstehend beschriebenen Herstellungsver- 
fahrens wie der damit berstellbaren Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der anhand der Fig. 1 und 2 beschriebenen 
Chipkarte hinsicbttich der Bauelemente oder binsichtlich 
5 der Zahl der Schichten geandert werden. Altemativ zur elek- 
trischen Hnbeziehung des Chips 1 nur Ober eine crager- 
scMchtseitige Ldtcrbahnstrukmr kann eine den Chip 1 auf 
zwei Seiten kontaktierende Verbindung vorgesehen sein, bei 
der der Chip auch durch die Gegenleiterbahnstruktur kon- 
to takiiertist 

patentans prflcfae 

1. \ferfahren zur Herstellung einer Chipkarte (10) nrit 
15 integrierter Stromquelle (3), umfassend die Schritte: 

- Aufbringen einer ersten Ldterbahnstruktur (8) 
auf eine Tragerschicht (6*) der Chipkarte (10), 

- Aufbringen eines Elektrolyts (11) Ober emem 
Teilbereich (8b) der ersten Leiterbahnstruktur (8) 

2D und 

- Aufbringen einer zwei ten Ldterbahnstruktur 
(9) mit einem Teilbereich (9b) der zweiten Leiter- 
bahDstruktur (9) Ober dem Elektrolyt (U), so dafl 
die Teilbereiche (8b, 9b) der LeiterbahTtstrukturen 

25 (8 bzw. 9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt 

(U) stehen und gegenpoHge Elektroden fur den 
Elektrolyten (12) bilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Elektrolyt (11) eine Elektrolytpaste ver- 

30 wendetwird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Elektrolyt (U) im Siebdruckverfahren auf- 
gebracht wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
35 net, daB der Elektrolyt (11) unter Verwendung einer 

Maske auf getragen wird. 

5. \ferrahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB als Elektrolyt (11) eine Elektrolytfolie verwen- 
det wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die zweite Leiteibahnstnik- 
lur (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminier- 
technik auf gebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Leiterbahnstruktur 
(8) und die zweite Leiterbahnstruktur (9) aufier den 
Teilbereichen (8b bzw. 9b), die als Elektroden fur den 
Elektrolyt dienen, jewefls einen zweiten Teilbereich 
(8c bzw. 9c) umfassen, die als Elektroden fur ein Dis- 
play (2) und/oder eine Tastatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3), umfas- 
send eine erste Leiterbahnstruktur (8) mit einem Teil- 
bereich (8b) und eine zweite Leiterbahnstrukfur (9) mit 
einem Teilbereich (9b), wobei zwischen den Teilberei- 
chen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeordnet ist daB 
sich die Teilbereiche (8b, 9b) der Ixiterbatautrukturen 
(8, 9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt (11) be- 
ftnden und gegenpolige Elektroden fur den Elektroly- 
ten (U) bilden. 

9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dafl <fie Teilbereiche (8b, 9b) der ersten und zwei- 
ten Lttterbarmstrukturen (8, 9) Obereinander angeord- 
net sind. 

10. Chipkarte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Elektrolyt eine Paste oder Folie 
ist 

11. Chipkarte nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ldterbahnstrukturen (8, 
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9) aufier den Teilberdchen (8b, 9b), die als Bektroden 
fUr den Hektxolyten (11) dienen, wciiere Teilbereiche 
(8c bzw. 9c) aufwciscn, die als Elektroden fiir ein Dis- 
play (2) und/oder cine Tastatur dienen. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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